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封装材料 主要原料/技术壁垒 代表企业 国产化情况 

封装基板 树脂、铜箔、绝缘材料等 

国外：汉高、住友电木 

国内：德邦科技、飞凯材

料 

2025 年，中国封装基板

整体自给率约45%（HDI

基板自给率已超 60%，

但 ABF 基板自给率仍不

足25%） 

陶瓷基板 
氧化铝、氮化铝、氮化硅陶瓷

粉体 

国外：汉高、陶氏化学国

内：德邦科技、华海诚科 

根据工信部工信部赛迪

研究院《先进封装材料

产业白皮书(2025)》测

算，2026 年国内品圆厂

与封测厂对国产陶瓷基

板的采购比例将提升至

45.7%，2025 年国产化

率为39.1%。 

包封材料 

（环氧塑封料、液

态封装环氧树脂、

颗粒状环氧塑封料

等） 

环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉

等 

国外：住友电木、日立化

成（蔼司蒂）、松下电工 

国内：华海诚科、衡所华

威、长春塑封料 

2025 年，国内 EMC（环

氧树脂）整体国产化率

约为 46.2%，高端高耐

热(Tg>175℃)、低应力

(CTE 

<7 ppm/℃)、超低离子

含量(Na+<5ppb)等特特

种型号进口依赖度达

73.4%。 

键合丝 
高纯金、铜、铝和特种合金添

加剂 

国外：贺利氏、田中贵金

属 

国内：宁波康强电子、有

研亿金、贵研铂业 

2025 年，国产化率约为

64.3%，金线国产化率为

52.1%，铜线达 91.7%，

而高端钯银合金线自给

率为33.5%。 

粘结材料 

固晶胶（导电 / 绝缘）、底部

填充胶（Underfill）、临时键

合胶（TBA）、各向异性导电胶

（ACF） 

国外：住友电木、汉高、

3M 

国内：华海诚科、上海新

阳 

2025 年，中半导体粘合

剂市场规模约 53.7 亿

元，当前外资先进封装

核 心 材 料 市 占率约

68% ， 国 产 化 率 为

32.1%。 

资料来源：公开资料，大公国际整理 
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长电科技 通富微电 华天科技 

2025 2024 2025 2024 2025 2024 

总资产  555.17   540.60   472.66   393.40   431.21   382.36  

资产负债率 43.64 45.35 63.73 60.06 50.18 46.87 

收入  388.71   359.62   279.21   238.82   172.14   144.62  

净利润  15.70   16.12   13.77   7.92   8.06   6.59  

信用等级 AAA/稳定 AAAsti/稳定 - 

存量债务规模 48.00 5.00 - 

资料来源：公开资料，大公国际整理 
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发布日期 政策内容 

2025 年 12 

月 

工信部、中央网信办等部门联合发布《“人工智能 + 制造” 专项行动实施意见》，加强人

工智能芯片、集成电路相关标准技术组织建设。 

2025 年 9 月 
商务部等 9 部门发布《关于促进服务出口的若干政策措施》，试点对集成电路、消费电子

产品检测业务实行保税监管。 

2025 年 8 月 
国务院发布《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》，支持人工智能芯片攻坚创新，

优化算力资源布局，完善集成电路产业发展算力支撑。 

2025 年 4 月 
发改委、国家数据局发布《2025 年数字经济发展工作要点》，统筹 “东数西算” 工程，推

进集成电路等数字产业集群发展，支持人工智能技术创新和产业应用。 

2024 年 1 月 

工业和信息化部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出推动有

色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战

略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用。 

2023 年 12 月 

工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，将高纯氧化铝

及球形氧化铝粉、电子级超细高纯球形二氧化硅等用于生产半导体封装材料的功能性先进

粉体材料列入目录。 

2023 年 8 月 

工业和信息化部等七部门联合发布《有色金属行业稳增长工作方案》，提出支持高比能量正

极材料、超高纯金属、高品质半导体材料、高端工业母机关键材料、大规格轻合金、新型锌

合金等高端材料研发及产业化，注重高质量知识产权创造、运用和保护。 

2023 年 6月 

工业和信息化部等五部门联合发布《制造业可靠性提升实施意见》，提出要提升芯片先进封

装材料等电子材料性能，提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平，加强材

料分析等分析评价技术研发和标准体系建设，并推动在相关行业中的应用。 

2023 年 3 月 

国家发展改革委等五部门联合发布《关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或

项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》，将集成电路产业的关键原材料、零配件（靶

材、光刻胶、掩模版、封装载板、抛光垫、抛光液、8英寸及以上硅单晶、8英寸及以上硅

片）生产企业纳入享受税收优惠政策企业清单。 

2023 年 1 月 

工业和信息化部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出面向光

伏、风电、储能系统、半导体照明等，发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠IGBT

器件及模块，SiC、GaN 等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和封装技术，新型电力电

子器件及关键技术。 

2021 年 12 月 

工业和信息化部、科学技术部和自然资源部联合发布《“十四五”原材料工业发展规划》，提

出要实施关键短板材料攻关行动，采用“揭榜挂帅”“赛马”等方式，支持材料生产、应用

企业联合科研单位，开展宽禁带半导体及显示材料、集成电路关键材料、生物基材料、碳基

材料、生物医用材料等协同攻关。 

资料来源：公开资料，大公国际整理 
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报告声明 
本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保

证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，

不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。 

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，

需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 


